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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月22日(2018.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に配置された多層スタックと
を備える圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサであって、前記多層スタックが
、
　　前記基板上に配置されたアンカー構造と、
　　前記アンカー構造上に配置された圧電層スタックと、
　　前記圧電層スタックに近接して配置された機械層と
を含み、
　前記圧電層スタックが、空洞上に配置されていて、前記空洞が、少なくとも１つの放出
穴を介して犠牲材料を除去することによって形成されていて、前記機械層が、前記犠牲材
料を除去した後に形成されていて、
　前記機械層が、前記少なくとも１つの放出穴を封止することによって前記空洞を封止し
ていて、前記圧電層スタックと一緒に、前記アンカー構造によって支持されていて、前記
空洞上に膜を形成していて、前記膜が、前記圧電マイクロメカニカル超音波トランスデュ
ーサが超音波信号を受信または送信するとき、撓み運動と振動の一方または両方を受ける
ように構成された、圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサ。
【請求項２】
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　前記機械層は、面外曲げモードを可能にするために、前記多層スタックの中立軸が前記
圧電層スタックの中立軸に対して前記機械層に向かって変位するような厚さを有する、請
求項１に記載の圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサ。
【請求項３】
　前記機械層が、前記圧電層スタックよりも厚い、請求項２に記載の圧電マイクロメカニ
カル超音波トランスデューサ。
【請求項４】
　前記中立軸が、前記機械層を通過する、請求項２に記載の圧電マイクロメカニカル超音
波トランスデューサ。
【請求項５】
　前記圧電層スタックが、圧電層と、前記圧電層の下に配置された下部電極と、前記圧電
層の上に配置された上部電極とを含む、請求項１に記載の圧電マイクロメカニカル超音波
トランスデューサ。
【請求項６】
　前記機械層が、前記機械層が局所的に薄くされた凹部を含む、請求項１に記載の圧電マ
イクロメカニカル超音波トランスデューサ。
【請求項７】
　前記機械層が、前記基板と反対側の前記圧電層スタックの側の上に配置された、請求項
１に記載の圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサ。
【請求項８】
　前記機械層が、前記基板に面する前記圧電層スタックの側の下に配置された、請求項１
に記載の圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサ。
【請求項９】
　前記圧電層スタックの上に配置された音響結合媒体をさらに備え、前記圧電マイクロメ
カニカル超音波トランスデューサが、前記音響結合媒体を介して超音波信号を受信または
送信するように構成された、請求項１に記載の圧電マイクロメカニカル超音波トランスデ
ューサ。
【請求項１０】
　圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサを製作する方法であって、
　基板上にアンカー構造を形成するステップであって、前記アンカー構造が犠牲材料の領
域に近接して配置される、ステップと、
　前記アンカー構造上に圧電層スタックを形成するステップと、
　前記圧電層スタックの下に空洞を形成するように前記犠牲材料を除去するステップと、
　前記圧電層スタックに近接して機械層を配置するステップと
を備え、前記圧電層スタックおよび前記機械層が、多層スタックの一部を形成し、前記機
械層、前記空洞を封止し、前記圧電層スタックと一緒に前記アンカー構造によって支持さ
れ、前記空洞の上に膜を形成し、前記膜が、前記圧電マイクロメカニカル超音波トランス
デューサが超音波信号を受信または送信するとき、撓み運動と振動の一方または両方を受
けるように構成され、
　前記犠牲材料を除去するステップが、少なくとも１つの放出穴を通して犠牲材料を除去
するステップを含み、前記犠牲材料が、前記少なくとも１つの放出穴を封止する、方法。
【請求項１１】
　前記アンカー構造が、下部層内に配置され、前記下部層が、前記圧電層スタックと平行
であり、前記犠牲材料の領域を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記機械層が、面外曲げモードを可能にするために、前記多層スタックの中立軸が前記
圧電層スタックの中立軸に対して、前記機械層に向かって変位するような厚さを有する、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記機械層が、前記圧電層スタックよりも厚い、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記中立軸が、前記機械層を通過する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサセンサのアレイと、
　音響結合媒体と
を備える装置であって、
　少なくとも１つの圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサが、請求項１から９
のいずれか一項に記載の圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサであり、
　前記音響結合媒体が、前記圧電層スタックの上に配置されていて、
　前記圧電マイクロメカニカル超音波トランスデューサが、前記音響結合媒体を介して超
音波信号を受信または送信するように構成された、装置。
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